EP 2775 789 A2

(19)

Europdisches
Patentamt

European

Patent Office

Office européen
des brevets

(12)

(43) Veroffentlichungstag:
10.09.2014 Patentblatt 2014/37

(21) Anmeldenummer: 14401013.9

(22) Anmeldetag: 03.02.2014

(11) EP 2775789 A2

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

(51) IntClL:
HO5B 6/12 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BEBG CH CY CZDE DK EE ES FIFRGB
GRHRHUIEISITLILTLULVMC MKMT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(30) Prioritat: 04.03.2013 DE 102013102115

(71) Anmelder: Miele & Cie. KG
33332 Giitersloh (DE)

(72) Erfinder:
 Backherms, Volker
49078 Osnabriick (DE)
¢ Beier, Dominic
33332 Giitersloh (DE)
* Karag6zoglu, Hermann
65205 Wiesbaden (DE)
¢ Michl, Bastian
34466 Wolfhagen (DE)
¢ Naumann, Stefan
63303 Dreieich (DE)

(54)

(67)  Kocheinrichtung und Verfahren zur Montage,
wobei die Kocheinrichtung wenigstens ein Kochfeld (11)
mit wenigstens einer Kochstelle (21) umfasst. Wenigs-
tens eine Heizeinrichtung (2) ist zur Beheizung wenigs-
tens eines Kochbereiches (31) vorgesehen. Wenigstens
eine Sensoreinrichtung (3) dient zur Erfassung wenigs-
tens einer einen Zustand des Kochbereichs (31) charak-
terisierenden physikalischen GréRRe. Die Sensoreinrich-
tung (3) weist wenigstens eine Sensoreinheit (13) und
wenigstens eine thermische Ausgleichseinrichtung (9)
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und wenigstens eine Komponente auf. Die Sensoreinheit
(13) ist wenigstens teilweise von der Komponente um-
geben und die Komponente ist aus einer Gruppe von
Komponenten entnommen, welche Gruppe magneti-
sche Abschirmeinrichtungen (4), optische Schirmein-
richtungen (7) und Isolierungseinrichtungen (8) umfasst.
Dabei ist die Sensoreinheit (13) wenigstens bereichswei-
se thermisch leitend an der thermischen Ausgleichsein-
richtung (9) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kochein-
richtung und ein Verfahren zur Montage einer solchen.
Die Kocheinrichtung dientinsbesondere zur Zubereitung
von Speisen. Die Kocheinrichtung umfasst wenigstens
ein Kochfeld mit wenigstens einer Kochstelle und we-
nigstens eine zur Beheizung wenigstens eines Kochbe-
reiches vorgesehene Heizeinrichtung.

[0002] BeiKocheinrichtungenwerden zunehmend Au-
tomatikfunktionen gewiinscht. Voraussetzung fiir einen
Automatikbetrieb einer Kocheinrichtung ist mitunter eine
genaue Erfassung verschiedener Parameter, welche fiir
den Garvorgang charakteristisch sind, wie z. B. die Tem-
peratur des Kochgeschirrs oder Gargutbehalters. In Ab-
hangigkeit der erfassten Parameter wird bei einer Auto-
matikfunktion einer Kocheinrichtung z. B. die Heizquelle
automatisch gesteuert, um z. B. eine Uberhitzung des
Gargutes zu vermeiden. Die Reproduzierbarkeit und die
Genauigkeit der erfassten Parameter ist deshalb wichtig
fur die Funktionalitat der Automatikfunktion und somitein
wichtiges Qualitdtsmerkmal einer modernen Kochein-
richtung mit Automatikfunktionen.

[0003] Eine Moglichkeit zur Temperaturermittlung bei
Gar- und Kochvorgéangen ist beispielsweise ein im Gar-
gutbehalter integrierter Temperatursensor. Allerdings
muss der Benutzer dazu spezielle Gargutbehalter benut-
zen und kdénnte sein bisheriges Kochgeschirr nicht mehr
einsetzen. Ebenfalls nachteilig ist auch ein Temperatur-
sensor, welcher mit dem Gargut in das Kochgeschirr ge-
geben wird, da der Sensor spater aus den Speisen "he-
rausgefischt" werden muss und nicht aus Versehen mit-
gegessen werden sollte.

[0004] Im Stand der Technik sind daher Vorrichtungen
bekannt geworden, welche die Temperatur eines Koch-
topfs beriihrungslos ermitteln. In der DE 10 2007 013
839 A1 ist beispielsweise ein Kochfeldsensor beschrie-
ben, welcher die Temperatur an der AuBenseite eines
auf einer Kochfeldplatte stehenden Kochtopfs beriih-
rungslos ermittelt. Nachteilig an dem Kochfeldsensor der
DE 102007 013 839 A ist jedoch, dass der Kochfeldsen-
sor oberhalb des Kochfeldes angeordnet ist. Dadurch
dirfen bei der Erfassung der Temperaturen andere Ge-
genstande oder auch andere Tdpfe nichtim Weg stehen.
Zudem kann der Kochfeldsensor beim Kochbetrieb auch
als Hindernis empfunden werden, da er die Bewegungs-
freiheit des Benutzers einschrankt.

[0005] Mit der DE 10 2004 002 058 B3 und der WO
2008/148 529 A1 sind daher Kochfelder und Verfahren
bekannt geworden, bei denen Temperaturen an der Un-
terseite des Gargutbehalters beriihrungslos ermittelt
werden. Die WO 2008/148 529 A1 sieht dazu einen War-
mesensor unterhalb der Kochfeldplatte vor, welcher
Warmestrahlung erfasst und daraus eine Temperatur er-
mittelt. Das hat den Vorteil, dass der Warmesensor die
Bewegungsfreiheit des Benutzers nicht einschrankt. Ein
weiterer Vorteil ist, dass der Warmesensor nicht unbe-
absichtigt durch einen auf dem Kochfeld platzierten Ge-
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genstand verdeckt werden kann. Eine derartige Anord-
nung unterhalb der Kochfeldplatte ist jedoch in der Regel
kostenintensiv und aufwendig herzustellen und zu mon-
tieren, da keine unerwiinschte Stérstrahlung auf den
Warmesensor treffen soll, was angesichts der Ublicher-
weise in der Umgebung liegenden Heizquellen nicht un-
problematisch ist. Zudem muss berUcksichtigt werden,
dass unterhalb des Kochfeldes haufig nur wenig Raum
zur Verfligung steht.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Kocheinrichtung mit einer Sensoreinrich-
tung zur Verfiigung zu stellen, welche eine reproduzier-
bare Erfassung einer physikalischen Gré3e ermdglicht
und insbesondere eine kompakte bzw. fertigungsfreund-
liche Bauweise aufweist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Kocheinrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 13 geldst. Be-
vorzugte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unter-
anspriche. Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus der allgemeinen Beschreibung und aus der Be-
schreibung der Ausfiihrungsbeispiele.

[0008] Die erfindungsgemafie Kocheinrichtung um-
fasst wenigstens ein Kochfeld mit wenigstens einer
Kochstelle und wenigstens eine zur Beheizung wenigs-
tens eines Kochbereiches vorgesehene Heizeinrichtung.
Wenigstens eine Sensoreinrichtung ist zur Erfassung
wenigstens einer einen Zustand des Kochbereichs cha-
rakterisierenden physikalischen GroRRe vorgesehen. Die
Sensoreinrichtung weist wenigstens eine Sensoreinheit
und wenigstens eine thermische Ausgleichseinrichtung
und wenigstens eine Komponente auf. Die Sensoreinheit
istwenigstens teilweise und insbesondere in wenigstens
einer Ebene wenigstens im Wesentlichen vollstédndig von
der Komponente umgeben. Dabei ist die Komponente
einer Gruppe von Komponenten enthommen, welche
magnetische Abschirmeinrichtungen, optische Schirm-
einrichtungen und Isolierungseinrichtungen umfasst. Die
Sensoreinheitist wenigstens teilweise oder bereichswei-
se thermisch leitend an der thermischen Ausgleichsein-
richtung angeordnet.

[0009] Die erfindungsgemafRe Kocheinrichtung hat
viele Vorteile. Ein erheblicher Vorteil ist der Aufbau, bei
dem die Sensoreinheit von wenigstens einer Komponen-
te wenigstens teilweise umgeben ist. Dadurch kann die
Messung stérende thermische Warmestrahlung abge-
halten werden. Durch die thermische Ausgleichseinrich-
tung kann Warmenergie effektiv von der Sensoreinheit
abgeleitetwerden, sodass eine ungewlinschte Erhitzung
der Sensoreinheit reduziert oder verhindert wird.

[0010] Unter der Formulierung "thermisch leitend an
der thermischen Ausgleichseinrichtung angeordnet" ist
im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Anordnung
derart zu verstehen, dass die Sensoreinheit thermisch
leitend mit der thermischen Ausgleichseinrichtung ver-
bunden ist. Dabei kann die Sensoreinheit mechanisch
fest mit der thermischen Ausgleichseinrichtung verbun-
den sein, muss es aber nicht, sofern ein thermisch lei-
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tender Warmetiibergang erfolgen kann.

[0011] Es koénnen auch zwei oder mehr Komponenten
aus der Gruppe der Komponenten vorgesehen sein. Da-
bei sind die Komponenten insbesondere stapelbar auf-
nehmbar angeordnet.

[0012] Die Sensoreinheit kann wenigstens teilweise
und/oder abschnitts- oder bereichsweise von der opti-
schen Schirmeinrichtung und/oder wenigstens teilweise
von der magnetischen Abschirmeinrichtung umgeben
sein. Besonders bevorzugt ist die Sensoreinheit von der
optischen Schirmeinrichtung und von der magnetischen
Abschirmeinrichtung umgeben.

[0013] Besonders bevorzugt ist die optische Schirm-
einrichtung wiederum wenigstens teilweise von der ma-
gnetischen Abschirmeinrichtung umgeben. Dadurch er-
gibt sich eine Art von Zwiebelschalenaufbau bzw. ein
Aufbau ineinander gesteckter Roéhren.

[0014] In Weiterbildungen ist die Isolierungseinrich-
tung wenigstens teilweise oder bereichsweise zwischen
der optischen Schirmeinrichtung und der magnetischen
Abschirmeinrichtung angeordnet. Dadurch kann eine be-
sonders wirksame Konstruktion erreichtwerden. Die ma-
gnetische Abschirmeinrichtung schitzt vor magneti-
schen Feldern, die optische Schirmeinrichtung vor un-
gewinschter thermischer Strahlung und die Isolierungs-
einrichtung vor Warmeeinfliissen von auflen.

[0015] Vorzugsweise weist die thermische Ausgleich-
seinrichtung wenigstens eine Koppeleinrichtung auf,
welche dazu geeignet und ausgebildet ist, die Sensor-
einheit mit der thermischen Ausgleichseinrichtung we-
nigstens teilweise bzw. bereichsweise thermisch leitend
zu verbinden, um einen thermischen Ausgleich zu errei-
chen und Uberhitzungen zu vermeiden. In einfachen
Ausgestaltungen kann die Koppeleinrichtung als Aufnah-
me in der thermischen Ausgleichseinrichtung ausgebil-
det sein, beispielsweise als Aufnahmedffnung.

[0016] Die Sensoreinheit kann insbesondere von un-
ten und/oder von oben durch die thermische Ausgleich-
seinrichtung durchgesteckt oder darin eingesteckt wer-
den. So ergeben sich eine einfache Montage und eine
zuverlassige Funktion.

[0017] Vorteilhafterweise ist die Sensoreinheit zur be-
rihrungslosen Erfassung wenigstens eines charakteris-
tischen Parameters flr Temperaturen ausgebildet und
geeignet. Die Sensoreinheit kann als Temperatursenso-
reinheit ausgebildet sein und/oder wenigstens eine phy-
sikalische Grofe erfassen, aus der eine Temperatur ab-
geleitet wird.

[0018] Vorzugsweise weist die Sensoreinrichtung we-
nigstens eine Halteeinrichtung auf. Die Halteeinrichtung
kann wenigstens zwei Einheiten in einer definierten An-
ordnung zueinander aufnehmen. Dabei sind die auf-
nehmbaren Einheiten vorzugsweise aus einer Gruppe
von Einheiten entnommen, welche Sensoreinheiten, ma-
gnetische Abschirmeinrichtungen, optische Schirmein-
richtungen, Isolierungseinrichtungen, Strahlungsquellen
und thermische Ausgleichseinrichtungen umfasst, ins-
besondere wie sie zuvor erwahnt wurden.
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[0019] Durch die Halteeinrichtung kénnen definierte
Abstéande zwischen den Einheiten bzw. Abstande der
Einheiten zueinander gewahrleistet werden. Wenigstens
eine Einheit kann auch eine Komponente sein, wie sie
zuvor erwahnt wurde.

[0020] Die Montage kannin unterschiedlichen Reihen-
folgen erfolgen. Beispielsweise kann zunéchst die Auf-
nahme der Kupferplatte erfolgen. Danach oder zuvor
kann eine optische Schirmeinrichtung in Form von z. B.
einem Zylinder verrastet werden, woraufhin die magne-
tische Abschirmeinrichtung und eine Dichtungseinrich-
tung montiert werden.

[0021] Vorzugsweise weist die Halteeinrichtung we-
nigstens eine Aufnahmeeinrichtung auf, welche insbe-
sondere dazu geeignet und ausgebildet ist, die magne-
tische Abschirmeinrichtung in einem definierten Abstand
um die optische Schirmeinrichtung herum anzuordnen.
Durch eine definierte Halterung kénnen definierte und
reproduzierbare Bedingungen eingestellt werden.
[0022] DieHalteeinrichtung kannwenigstens eine Ver-
bindungseinrichtung umfassen, wobei die Verbindungs-
einrichtung vorzugsweise zur Verbindung mit einer Auf-
lageeinrichtung geeignet und ausgebildet ist. Die Halte-
einrichtung kann an z. B. einer Platine oder dgl. verrast-
bar vorgesehen sein.

[0023] In bevorzugten Ausgestaltungen umfasst die
Heizeinrichtung wenigstens eine Induktionseinrichtung.
Die magnetische Abschirmeinrichtung dient dann insbe-
sondere zur Abschirmung von elektromagnetischen
Wechselwirkungen und ist vorzugsweise wenigstens
auch zur Abschirmung vor elektromagnetischen Feldern
von der Induktionseinrichtung ausgebildet und geeignet.
[0024] Die magnetische Abschirmeinrichtung besteht
vorzugsweise wenigstens teilweise und insbesondere
wenigstens im Wesentlichen oder sogar vollstandig aus
einem magnetisch leitenden und elektrisch nicht leiten-
den Material. Insbesondere besteht die magnetische Ab-
schirmeinrichtung wenigstens teilweise aus wenigstens
einem ferrimagnetischen Material und/oder aus wenigs-
tens einem Ferritmaterial. Die Induktionseinrichtung
kann eine, mehrere oder eine Vielzahl von Induktions-
spulen umfassen.

[0025] In vorteilhaften Weiterbildungen weist das
Kochfeld wenigstens eine Tragereinrichtung auf, welche
zum Positionieren wenigstens eines Gargutbehalters ge-
eignet und ausgebildet ist. Die Tragereinrichtung kann
z. B. als Glaskeramikplatte ausgebildet sein oder eine
solche umfassen. Die Sensoreinrichtung ist in Einbaula-
ge des Kochfeldes insbesondere wenigstens teilweise
unterhalb der Tragereinrichtung und vorzugsweise be-
nachbart zu wenigstens einem Teil der Heizeinrichtung
angeordnet.

[0026] Inallen Ausgestaltungen kann wenigstens eine
Dichtungseinrichtung vorgesehen sein, wobei insbeson-
dere wenigstens ein Teil der Dichtungseinrichtung we-
nigstens abschnittsweise oder teilweise zwischen der
Tragereinrichtung und wenigstens einem Teil der Sen-
soreinrichtung und/oder der magnetischen Abschirmein-
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richtung angeordnet ist. Vorzugsweise dichtet die Dich-
tungseinrichtung die magnetische Abschirmeinrichtung
und damit die Sensoreinrichtung gegeniiber der Glaske-
ramikplatte als Tragereinrichtung vor Staub, Warme
und/oder Warmestrahlung ab.

[0027] Das erfindungsgemaRe Verfahren dient zur
Montage einer Kocheinrichtung. Die fertige Kocheinrich-
tung umfasst wenigstens ein Kochfeld mit wenigstens
einer Kochstelle und wenigstens eine zur Beheizung we-
nigstens eines Kochbereiches vorgesehene Heizeinrich-
tung. Wenigstens eine Sensoreinrichtung ist zur Erfas-
sung wenigstens einer physikalischen Grofie vorgese-
hen. Die erfasste physikalische GréRe charakterisiert ei-
nen Zustand des Kochbereichs und insbesondere einen
aktuellen Zustand des Kochbereichs. An der Sensorein-
richtung werden wenigstens eine Sensoreinheit, wenigs-
tens eine thermische Ausgleichseinrichtung und wenigs-
tens eine Komponente montiert, sodass die Komponente
die Sensoreinheit wenigstens teilweise umgibt. Die Kom-
ponente wird dabei einer Gruppe von Komponenten ent-
nommen, welche magnetische Abschirmeinrichtungen,
optische Schirmeinrichtungen und Isolierungseinrichtun-
gen umfasst. Die Sensoreinheit wird wenigstens ab-
schnittsweise, bereichsweise bzw. teilweise an der ther-
mischen Ausgleichseinrichtung thermisch leitend ange-
ordnet.

[0028] An der Sensoreinrichtung wird vorzugsweise
wenigstens eine Halteeinrichtung montiert. Insbesonde-
re nimmt die Halteeinrichtung wenigstens zwei Einheiten
in einer definierten Anordnung zueinander auf, wobei die
Einheiten aus einer Gruppe von Einheiten enthommen
werden, welche die Sensoreinheit, die magnetische Ab-
schirmeinrichtung, die optische Schirmeinrichtung, die
Isolierungseinrichtung, wenigstens eine Strahlungsquel-
le und die thermische Ausgleichseinrichtung umfasst..
[0029] Die Erfindung stellt eine sehr vorteilhafte Koch-
einrichtung zur Verfiigung. Im eingangs beschriebenen
Stand der Technik wurde schon ein Verfahren zur be-
rihrungslosen Temperaturmessung offenbart, welches
auf der exakten Messung der Warmestrahlung eines
GargefalRbodens und der Glaskeramik beruht und durch
eine Verrechnung der erfassten Signale auf die Garge-
faBtemperatur schlie3t. Es hat sich jedoch gezeigt, dass
die Messgenauigkeit nicht allen Anforderungen gentgt.
Die vorliegende Erfindung ermdglicht hingegen auch ei-
ne verbesserte Genauigkeit. Die vorliegende Lésung er-
moglicht neben der Funktion mit einer hohen Mess-
genauigkeit auch einen fertigungsfreundlichen und preis-
werten Aufbau der Sensoreinrichtung, welche in bevor-
zugten Fallen als Optikmodul ausgefiihrt ist.

[0030] Die Sensoreinrichtung als Optikmodul umfasst
vorzugsweise eine magnetische Abschirmeinrichtung,
welche als Ferritring ausgefuhrt sein kann, und wenigs-
tens eine Silikondichtung.

[0031] Die Reihenfolge der Montage kann bei der Sen-
soreinrichtung unterschiedlich sein.

[0032] Furdie Komponenten Sensoreinheitenincl. zu-
gehdriger Filtereinrichtungen, thermische Ausgleichs-
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einrichtung in Form von z. B. einer Kupferplatte, Halte-
einrichtung in Form von z. B. einem Kunststoffhalter, und
Auflageeinrichtung in Form von z. B. einer Platine erge-
ben sich beispielsweise folgende Montagemdglichkei-
ten:

Als Erstes kann die als Kunststoffhalter ausgefiihrte
Halteeinrichtung auf der als Platine ausgebildeten
Auflageeinrichtung verrastet werden. Danach kann
die als Kupferplatte vorgesehene thermische Aus-
gleichseinrichtung in die als Kunststoffhalter ausge-
bildete Halteeinrichtung eingelegt werden. Auf die
Sensoreinheiten kénnen Filter aufgeklebt werden.
Schlielich werden die insbesondere als Thermopi-
les ausgebildeten Sensoreinheiten durch Offnungen
in der Kupferplatte, dem Kunststoffhalter und der
Platine durchgefiihrt. AnschlieRend kann die Verl6-
tung der entsprechenden Kontakte mit der Platine
erfolgen.

[0033] GemaR einer anderen Montagemdglichkeit
wird zunachst die Kupferplatte in den Kunststoffhalter
eingelegt. AnschlieRend werden die Kontakte der Sen-
soreinheiten bzw. Thermopiles incl. der eventuell aufge-
klebten Filter durch die Aufnahmedffnungen in der Kup-
ferplatte und in dem Kunststoffhalter durchgefiihrt. Da-
nach kann der Kunststoffhalter in der Platine verrastet
werden. SchlieRlich werden die Thermopilekontakte mit
der Platine verl6tet.

[0034] Eine weitere Montagemdglichkeit besteht da-
rin, zunachst die Thermopiles incl. eventuell aufgeklebter
Filter durch die Kupferplatte als thermischer Ausgleich-
seinrichtung durchzufiihren. Danach kann die Kupfer-
platte in den Kunststoffhalter eingelegt werden. Nach der
Durchfiihrung der Kontakte der Thermopiles durch die
daflr vorgesehenen Lécherin der Platine wird der Kunst-
stoffhalter in der Platine verrastet und anschlieRend wer-
den die Thermopilekontakte mit der Platine verlotet.
[0035] Es ist aber auch mdglich, den Kunststoffhalter
zunachst auf der Platine zu verrasten. Die Thermopiles
incl. aufgeklebter Filter kdnnen durch die Aufnahmen in
der Kupferplatte durchgeschoben werden. Die Kupfer-
platte mit den Thermopiles kann in den Kunststoffhalter
eingelegt werden. Die Thermopilekontakte werden
schlieRlich mit der Platine verlttet.

[0036] Die Kontaktierung der insbesondere als Lampe
ausgefiihrten Strahlungsquelle mit der Platine kann zu
einem beliebigen Prozessschritt erfolgen. Bevorzugt ist
es, die Lampe zuerst mit der Platine zu kontaktieren und
dann mit z. B. einer der aufgefiihrten Montagemaglich-
keiten zu beginnen.

[0037] Danach kann der Zylinder als optische Schirm-
einrichtung in dem Kunststoffhalter verrastet werden.
Danach folgen der Ferritring als magnetische Abschirm-
einrichtung und die Dichtungseinrichtung. Dies ist eine
geeignete Reihenfolge fir den Zylinder, den Ferritring
und Dichtung. Es sind aber auch andere Kombinationen
moglich.
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[0038] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ausfiihrungsbeispielen, welche im
Folgenden mit Bezug auf die beiliegenden Figuren er-
lautert werden.

[0039] In den Figuren zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemafien Kocheinrichtung an einem
Gargerat in perspektivischer Ansicht;
Figur 2 eine schematisierte Kocheinrichtung in ei-
ner geschnittenen Ansicht;

Figur 3 eine weitere Kocheinrichtung in einer sche-
matischen, geschnittenen Ansicht;

Figur 4 eine weitere Ausgestaltung einer Kochein-
richtung in einer geschnittenen Ansicht;
Figur 5 eine andere Ausgestaltung einer Kochein-
richtung in einer geschnittenen Ansicht;
Figur 6 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer
Kocheinrichtung;

Figur 7 eine schematische Darstellung einer mag-
netischen Abschirmeinrichtung in perspek-
tivischer Ansicht;

Figur 8 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung einer optischen Schirmeinrich-
tung;

Figur 9 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung einer thermischen Ausgleichsein-
richtung;

Figur 10 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung einer Halteeinrichtung;

Figur 11 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung einer Sensoreinheit;

eine schematisierte Sensoreinheit mit einer
Filtereinrichtung in einer geschnittenen
Darstellung;

Figur 12a

Figur 12b  ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer
Sensoreinheit mit einer Filtereinrichtung in
einer geschnittenen Darstellung;

Figur 13 eine schematisierte Sensoreinrichtung in
einer Draufsicht; und

Figur 14 eine Sensoreinrichtung in einer Explosi-
onsdarstellung.

[0040] Die Figur 1 zeigt eine erfindungsgemafe Koch-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einrichtung 1, welche hier als Teil eines Gargerates 100
ausgefihrt ist. Die Kocheinrichtung 1 bzw. das Gargerat
100 kénnen sowohl als Einbaugeréat als auch als autarke
Kocheinrichtung 1 bzw. alleinstehendes Gargerat 100
ausgebildet sein.

[0041] Die Kocheinrichtung 1 umfasst hier ein Koch-
feld 11 mit vier Kochstellen 21. Jede der Kochstellen 21
weist hier wenigstens einen beheizbaren Kochbereich
31zum Garen von Speisen auf. Zur Beheizung des Koch-
bereichs 31 ist insgesamt eine oder aber fiir jede Koch-
stelle 21 jeweils eine hier nicht dargestellte Heizeinrich-
tung 2 vorgesehen. Die Heizeinrichtungen 2 sind als In-
duktionsheizquellen ausgebildet und weisen dazu je-
weils eine Induktionseinrichtung 12 auf. Moglich ist aber
auch, dass ein Kochbereich 31 keiner bestimmten Koch-
stelle 21 zugeordnet ist, sondern einen beliebigen Ort
auf dem Kochfeld 11 darstellt. Dabei kann der Kochbe-
reich 31 mehrere Induktionseinrichtungen 12 und insbe-
sondere mehrere Induktionsspulen aufweisen und als
Teil einer sogenannten Vollflacheninduktionseinheit
ausgebildet sein. Beispielsweise kann bei einem solchen
Kochbereich 31 einfach ein Topf an einer beliebigen Stel-
le auf das Kochfeld 11 gestellt werden, wobei wahrend
des Kochbetriebes nur die entsprechenden Induktions-
spulen im Bereich des Topfes angesteuert werden oder
aktiv sind. Andere Arten von Heizeinrichtungen 2 sind
aber auch méglich, wie z.B. Gas-, Infrarot- oder Wider-
standsheizquellen.

[0042] Die Kocheinrichtung 1 ist hier tber die Bedie-
neinrichtungen 105 des Gargerates 100 bedienbar. Die
Kocheinrichtung 1 kann aber auch als autarke Kochein-
richtung 1 mit einer eigenen Bedien- und Steuereinrich-
tung ausgebildet sein. Mdéglich ist auch eine Bedienung
Uber eine beriihrungsempfindliche Oberflache oder ei-
nen Touchscreen oder aus der Ferne Uber einen Com-
puter, ein Smartphone oder dergleichen.

[0043] Das Gargerat 100 isthierals ein Herd mit einem
Garraum 103 ausgebildet, welcher durch eine Garraum-
tir 104 verschlieBbar ist. Der Garraum 104 kann durch
verschiedene Heizquellen, wie beispielsweise eine Um-
luftheizquelle, beheizt werden. Weitere Heizquellen, wie
ein Oberhitzeheizkérper und ein Unterhitzeheizkdrper
sowie eine Mikrowellenheizquelle oder eine Dampfquelle
und dergleichen kénnen vorgesehen sein.

[0044] Weiterhin weist die Kocheinrichtung 1 eine hier
nicht dargestellte Sensoreinrichtung 3 auf, welche zur
Erfassung wenigstens einer wenigstens einen Zustand
des Kochbereichs 31 charakterisierenden physikali-
schen Grof3e geeignet ist. Beispielsweise kann die Sen-
soreinrichtung 3 eine GroRe erfassen, Uber welche die
Temperatur eines Topfes bestimmt werden kann, der in
dem Kochbereich 31 abgestellt ist. Dabei kann jedem
Kochbereich 31 und/oder jeder Kochstelle 21 eine Sen-
soreinrichtung 3 zugordnet sein. Mdglich ist aber auch,
dass mehrere Kochbereiche 31 und/oder Kochstellen 21
vorgesehen sind, von denen aber nicht alle eine Senso-
reinrichtung 3 aufweisen. Die Sensoreinrichtung 3 ist hier
mit einer Steuereinrichtung 106 wirkverbunden. Die
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Steuereinrichtung 106 ist dazu ausgebildet, die Heizein-
richtungen 2 in Abhangigkeit der von der Sensoreinrich-
tung 3 erfassten Parameter zu steuern.

[0045] Die Kocheinrichtung 1 ist bevorzugt fir einen
automatischen Kochbetrieb ausgebildet und verfligt tiber
verschiedene Automatikfunktionen. Beispielsweise kann
mit der Automatikfunktion eine Suppe kurz aufgekocht
und anschlieRend warm gehalten werden, ohne dass ein
Benutzer den Kochvorgang betreuen oder eine Heizstufe
einstellen muss. Dazu stellt er den Topf mit der Suppe
auf eine Kochstelle 21 und wahlt Gber die Bedieneinrich-
tung 105 die entsprechende Automatikfunktion, hier z.
B. ein Aufkochen mit anschlieBendem Warmbhalten bei
60 °C oder 70°C oder dgl.

[0046] Mittels der Sensoreinrichtung 3 wird wahrend
des Kochvorgangs die Temperatur des Topfbodens er-
mittelt. In Abhangigkeit der gemessenen Werte stellt die
Steuereinrichtung 106 die Heizleistung der Heizeinrich-
tung 2 entsprechend ein. Dabei wird die Temperatur des
Topfbodens fortlaufend Gberwacht, sodass bei Erreichen
der gewlinschten Temperatur bzw. beim Aufkochen der
Suppe die Heizleistung heruntergeregelt wird. Beispiels-
weise ist es durch die Automatikfunktion auch mdglich,
einen langeren Garvorgang bei einer oder mehreren ver-
schiedenen gewiinschten Temperaturen durchzuflhren,
z. B. um Milchreis langsam gar ziehen zu lassen.
[0047] InderFigur2isteine Kocheinrichtung 1 in einer
geschnittenen Seitenansicht stark schematisiert darge-
stellt. Die Kocheinrichtung 1 weist hier eine als Glaske-
ramikplatte 15 ausgebildete Tragereinrichtung 5 auf. Die
Glaskeramikplatte 15 kann insbesondere als Ceranfeld
oder dergleichen ausgebildet sein oder wenigstens ein
solches umfassen. Mdglich sind auch andere Arten von
Tragereinrichtungen 5. Auf der Glaskeramikplatte 15 be-
findet sich hier ein Kochgeschirr oder Gargutbehalter
200, beispielsweise ein Topf oder eine Pfanne, in wel-
chem Gargut bzw. Speisen gegart werden kdnnen. Wei-
terhin ist eine Sensoreinrichtung 3 vorgesehen, welche
hier Warmestrahlung in einem Erfassungsbereich 83 er-
fasst. Der Erfassungsbereich 83 ist dabei in Einbaulage
der Kocheinrichtung 1 oberhalb der Sensoreinrichtung 3
vorgesehen und erstreckt sich nach oben durch die Glas-
keramikplatte 15 bis hin zum Gargutbehalter 200 und
daruber hinaus, falls dort kein Gargutbehélter 200 plat-
ziert ist. Unterhalb der Glaskeramikplatte 15 ist eine In-
duktionseinrichtung 12 zur Beheizung des Kochbereichs
31 angebracht. Die Induktionseinrichtung 12 ist hier ring-
férmig ausgebildet und weist in der Mitte eine Ausneh-
mung auf, in welcher die Sensoreinrichtung 3 angebracht
ist. Eine solche Anordnung der Sensoreinrichtung 3 hat
den Vorteil, dass auch bei einem nicht mittig auf der
Kochstelle 21 ausgerichtetem Gargutbehalter 200 dieser
noch in dem Erfassungsbereich 83 der Sensoreinrich-
tung steht. In anderen, hier nicht gezeigten Ausfiihrungs-
formen kann die Sensoreinrichtung 3 auch nicht mittig in
der Induktionseinrichtung angeordnet sein. Weist eine
Induktionseinrichtung beispielsweise eine Zweikreisin-
duktionsspule auf, so kann wenigstens eine Sensorein-
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richtung 3 in einem zwischen den zwei Induktionsspulen
der Induktionseinrichtung vorgesehenen Zwischenraum
angeordnet sein.

[0048] Die Figur 3 zeigt eine schematisierte Kochein-
richtung 1 in einer geschnittenen Seitenansicht. Die
Kocheinrichtung 1 weist eine Glaskeramikplatte 15 auf,
unterhalb welcher die Induktionseinrichtung 12 und die
Sensoreinrichtung 3 angebracht sind.

[0049] Die Sensoreinrichtung 3 weist eine erste Sen-
soreinheit 13 und eine andere Sensoreinheit 23 auf. Bei-
de Sensoreinheiten 13, 23 sind zur beriihrungslosen Er-
fassung von Warmestrahlung geeignet und als Thermo-
saule bzw. Thermopile ausgebildet. Die Sensoreinheiten
13, 23 sind mit jeweils einer Filtereinrichtung 43, 53 aus-
gestattet und zur Erfassung von Warmestrahlung, wel-
che vom Kochbereich 31 ausgeht, vorgesehen. Die War-
mestrahlung geht beispielsweise vom Boden eines Gar-
gutbehalters 200 aus, durchdringt die Glaskeramikplatte
15 und gelangt auf die Sensoreinheiten 13, 23. Die Sen-
soreinrichtung 3 ist vorteilhafterweise direkt unterhalb
der Glaskeramikplatte 15 angebracht, um einen még-
lichst groRen Anteil der vom Kochbereich 31 ausgehen-
den Warmestrahlung ohne grof3e Verluste erfassen zu
kdonnen. Damit sind die Sensoreinheiten 13, 23 dicht un-
terhalb der Glaskeramikplatte 15 vorgesehen.

[0050] Weiterhin ist eine magnetische Abschirmein-
richtung 4 vorgesehen, welche hier aus einem Ferritkor-
per 14 besteht. Der Ferritkorper 14 ist hier im Wesentli-
chen als ein hohler Zylinder ausgebildet und umgibt rin-
gartig die Sensoreinheiten 13, 23. Die magnetische Ab-
schirmeinrichtung 4 schirmt die Sensoreinrichtung 3 ge-
gen elektromagnetische Wechselwirkungen und insbe-
sondere gegen das elektromagnetische Feld der Induk-
tionseinrichtung 12 ab. Ohne eine solche Abschirmung
kénnte das magnetische Feld, welches die Indukti-
onseinrichtung 12 beim Betrieb erzeugt, in unerwiinsch-
ter Weise auch Teile der Sensoreinrichtung 3 erwarmen
und somit zu einer unzuverlassigen Temperaturerfas-
sung und einer schlechteren Messgenauigkeit flhren.
Die magnetische Abschirmeinrichtung 4 verbessert so-
mit die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Tempe-
raturerfassung erheblich.

[0051] Die magnetische Abschirmeinrichtung 4 kann
auch wenigstens zu einem Teil aus wenigstens einem
wenigstens teilweise magnetischen Material und einem
wenigstens teilweise elektrisch nicht-leitenden Material
bestehen. Das magnetische Material und das elektrisch
nicht-leitende Material kdnnen dabei abwechselnd und
schichtartig angeordnet sein. Méglich sind auch andere
Materialien bzw. Werkstoffe, welche wenigstens teilwei-
se magnetische Eigenschaften aufweisen und zudem
elektrisch isolierende Eigenschaften oder wenigstens ei-
ne geringe elektrische Leitfahigkeit aufweisen.

[0052] Die Sensoreinrichtung 3 weist wenigstens eine
optische Schirmeinrichtung 7 auf, welche dazu vorgese-
hen ist, Strahlungseinfliisse und insbesondere Warme-
strahlung abzuschirmen, die von auRerhalb des Erfas-
sungsbereichs 83 auf die Sensoreinheiten 13, 23 wirken.



11 EP 2 775 789 A2 12

Dazu ist die optische Schirmeinrichtung 7 hier als eine
Réhre oder ein Zylinder 17 ausgebildet, wobei der Zylin-
der 17 hohl ausgestaltet ist und die Sensoreinheiten 13,
23 etwa ringférmig umgibt. Der Zylinder 17 ist hier aus
Edelstahl gefertigt. Das hat den Vorteil, dass der Zylinder
17 eine reflektive Oberflache aufweist, welche einen gro-
Ren Anteil der viel Warmestrahlung reflektiert bzw. még-
lichst wenig Warmestrahlung absorbiert. Die hohe Re-
flektivitét der Oberflache an der AuRRenseite des Zylin-
ders 17 istbesonders vorteilhaft fir die Abschirmung ge-
gen Warmestrahlung. Die hohe Reflektivitat der Oberfla-
che an der Innenseite des Zylinders 17 ist auch vorteil-
haft, um Warmestrahlung aus (und insbesondere nur
aus) dem Erfassungsbereich 83 zu den Sensoreinheiten
13, 23 hinzuleiten. Die optische Schirmeinrichtung 7
kann auch als eine Wandung ausgestaltet sein, welche
die Sensoreinrichtung 13, 23 wenigstens teilweise und
bevorzugt ringartig umgibt. Der Querschnitt kann rund,
mehreckig, oval oder abgerundet sein. Mdglich ist auch
eine Ausgestaltung als Konus.

[0053] Weiterhin ist eine Isolierungseinrichtung 8 zur
thermischen Isolierung vorgesehen, welche zwischen
der optischen Schirmeinrichtung 7 und der magneti-
schen Abschirmeinrichtung 4 angeordnet ist. Die Isolie-
rungseinrichtung 8 besteht hier aus einer Luftschicht 18,
welche sich zwischen dem Ferritkdrper 14 und dem Zy-
linder 17 aufhalt. Vorzugsweise findet kein Austausch
mit der Umgebungsluft statt, um Konvektion zu vermei-
den. Méglich ist aber auch ein Austausch mit der Umge-
bungsluft. Durch die Isolierungseinrichtung 8 wird insbe-
sondere einer Warmeleitung vom Ferritkdrper 14 zum
Zylinder 17 entgegen gewirkt. Zudem ist der Zylinder 17,
wie bereits oben erwahnt, mit einer reflektierenden Ober-
flache ausgerustet, um einem Warmetbergang vom Fer-
ritkérper 14 zum Zylinder 17 durch Warmestrahlung ent-
gegen zu wirken. Eine solche Zwiebelschalen-artige An-
ordnung mit einer aulleren magnetischen Abschirmein-
richtung 4 und einer inneren optischen Schirmeinrich-
tung 7 sowie einer dazwischen liegenden Isolierungsein-
richtung 8 bietet eine besonders gute Abschirmung der
Sensoreinheiten 13, 23 vor Strahlungseinfliissen von au-
Rerhalb des Erfassungsbereichs 83. Das wirkt sich sehr
vorteilhaft auf die Reproduzierbarkeit bzw. Zuverlassig-
keit der Temperaturerfassung aus. Die Isolierungsein-
richtung 8 hat insbesondere eine Dicke zwischen etwa
0,5 mm und 5 mm und bevorzugt eine Dicke von 0,8 mm
bis 2 mm und besonders bevorzugt eine Dicke von circa
1 mm.

[0054] Die Isolierungseinrichtung 8 kann aber auch
wenigstens ein Medium mit einer entsprechend geringen
Warmeleitung, wie z. B. ein Schaumstoffmaterial
und/oder ein Polystyrolkunststoff oder einen anderen ge-
eigneten Isolierstoff umfassen.

[0055] Die Sensoreinheiten 13, 23 sind hier an einer
thermischen Ausgleichseinrichtung 9 thermisch leitend
angeordnet und insbesondere thermisch leitend mit der
thermischen Ausgleichseinrichtung 9 gekoppelt. Die
thermische Ausgleichseinrichtung 9 weist dazu zwei
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Koppeleinrichtungen 29 auf, welche hier als Vertiefun-
gen ausgebildet sind, in denen die Sensoreinheiten 13,
23 passgenau eingebettet sind. Dadurch wird gewahr-
leistet, dass sich die Sensoreinheiten 13, 23 auf einem
gemeinsamen und relativ konstanten Temperaturniveau
befinden. Zudem sorgt die thermische Ausgleichsein-
richtung 9 fiir eine homogene Eigentemperatur der Sen-
soreinheit 13, 23, wenn sich diese im Betrieb der Koch-
einrichtung 1 erwarmt. Eine ungleiche Eigentemperatur
kann insbesondere bei als Thermosaulen ausgebildeten
Sensoreinheiten 13, 23 zu Artefakten bei der Erfassung
fuhren. Zur Vermeidung einer Erwadrmung der thermi-
schen Ausgleichseinrichtung 9 durch den Zylinder 17, ist
eine Beabstandung zwischen Zylinder 17 und thermi-
scher Ausgleichseinrichtung 9 vorgesehen. Die Kupfer-
platte 19 kann auch als Boden 27 des Zylinders 17 vor-
gesehen sein.

[0056] Um eine geeignete thermische Stabilisierung
zuermdglichen, istdie thermische Ausgleichseinrichtung
9hier als eine massive Kupferplatte 19 ausgebildet. Mog-
lich ist aber auch wenigstens zum Teil ein anderer Werk-
stoff mit einer entsprechend hohen Warmekapazitat
und/oder einer hohen Warmeleitfahigkeit.

[0057] Die Sensoreinrichtung 3 weist hier eine Strah-
lungsquelle 63 auf, welche zur Bestimmung der Reflexi-
onseigenschaften des Messsystems bzw. des Emissi-
onsgrades eines Gargutbehalters 200 einsetzbar ist. Die
Strahlungsquelle 63 ist hier als eine Lampe 111 ausge-
bildet, welche ein Signal im Wellenlangenbereich des In-
frarotlichts sowie des sichtbaren Lichts aussendet. Die
Strahlungsquelle 63 kann auch als Diode oder derglei-
chen ausgebildet sein. Die Lampe 111 wird hier neben
der Reflexionsbestimmung auch zur Signalisierung des
Betriebszustandes der Kocheinrichtung 1 eingesetzt.
[0058] Um die Strahlung der Lampe 111 auf den Er-
fassungsbereich 83 zu fokussieren, ist ein Bereich der
thermischen Ausgleichseinrichtung 9 bzw. der Kupfer-
platte 19 als ein Reflektor 39 ausgebildet. Dazu weist die
Kupferplatte 19 eine konkav gestaltete Senke auf, in wel-
cher die Lampe 111 angeordnet ist. Die Kupferplatte 19
ist zudem mit einer goldhaltigen Beschichtung tberzo-
gen, um die Reflektivitdt zu erhéhen. Die goldhaltige
Schicht hat den Vorteil, dass sie die thermische Aus-
gleichseinrichtung 9 auch vor Korrosion schiitzt.

[0059] Die thermische Ausgleichseinrichtung 9 ist an
einer als Kunststoffhalter ausgefiihrten Halteeinrichtung
10 angebracht. Die Halteeinrichtung 10 weist eine hier
nicht dargestellte Verbindungseinrichtung 20 auf, mittels
welcher die Halteeinrichtung 10 an einer Auflageeinrich-
tung 30 verrastbar ist. Die Auflageeinrichtung 30 ist hier
als eine Leiterkarte 50 ausgebildet. Auf der Auflageein-
richtung 30 bzw. der Leiterkarte 50 kdnnen auch weitere
Bauteile vorgesehen sein, wie z. B elektronische Baue-
lemente, Steuer- und Recheneinrichtungen und/oder Be-
festigungs- oder Montageelemente.

[0060] Zwischen der Glaskeramikplatte 15 und der In-
duktionseinrichtung 12 ist eine Dichtungseinrichtung 6
vorgesehen, welche hier als eine Mikanitschicht 16 aus-
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gebildet ist. Die Mikanitschicht 16 dient zur thermischen
Isolierung, damit die Induktionseinrichtung 12 nichtdurch
die Warme des Kochbereichs 31 erhitzt wird. Zudem ist
hier noch eine Mikanitschicht 16 zur thermischen Isolie-
rung zwischen dem Ferritkérper 14 und der Glaskera-
mikplatte 15 vorgesehen. Das hat den Vorteil, dass die
Warmeilbertragung von der im Betrieb heilen Glaske-
ramikplatte 15 zum Ferritkdrper 14 stark einschrankt ist.
Dadurch gehtvom Ferritkérper 14 kaum Warme aus, wel-
che auf die Isolierungseinrichtung 8 oder die optische
Schirmeinrichtung Gibertragen werden kénnte. Die Mika-
nitschicht 16 wirkt somit einem unerwiinschten Warme-
Uibergang auf die Sensoreinrichtung 3 entgegen, was die
Zuverlassigkeit der Messungen erhéht. Zudem dichtet
die Mikantischicht 16 die Sensoreinrichtung 3 staubdicht
gegen die restlichen Bereiche der Kocheinrichtung 1 ab.
Die Mikanitschicht 16 hat insbesondere eine Dicke zwi-
schen etwa 0,2 mm und 4 mm, vorzugsweise von 0,2
mm bis 1,5 mm und besonders bevorzugt eine Dicke von
0,3 mm bis 0,8 mm.

[0061] Die Kocheinrichtung 1 weist an der Unterseite
eine Abdeckeinrichtung 41 auf, welche hier als eine Alu-
miniumplatte ausgebildetist und die Induktionseirichtung
12 abdeckt. Die Abdeckeirichtung 41 ist mit einem Ge-
hause 60 der Sensoreinrichtung 3 Uber eine Verschrau-
bung 122 verbunden. Innerhalb des Gehéauses 60 ist die
Sensoreinrichtung 3 relativ zur der Glaskeramikplatte 15
elastisch angeordnet. Dazu ist eine Dampfungseinrich-
tung 102 vorgesehen, welche hier eine Federeinrichtung
112 aufweist.

[0062] Die Federeinrichtung 112 ist an einem unteren
Ende mit der Innenseite des Geh&uses 60 und an einem
oberen Ende mit der Leiterkarte 50 verbunden. Dabei
driickt die Federeinrichtung 112 die Leiterkarte 50 mit
dem Ferritkdrper 14 und die auf diesem angebrachte Mi-
kanitschicht 16 nach oben gegen die Glaskeramikplatte
15. Eine solche elastische Anordnung ist besonders vor-
teilhaft, da die Sensoreinrichtung 3 aus messtechni-
schen Grinden méglichst nah an der Glaskeramikplatte
15 angeordnet sein soll. Diese direkt benachbarte An-
ordnung der Sensoreinrichtung 3 an der Glaskeramik-
platte 15 kdnnte bei StélRen oder Schlagen auf die Glas-
keramikplatte 15 zu Beschadigungen an dieser fihren.
Durch die elastische Aufnahme der Sensoreinrichtung 3
relativ zu der Tragereinrichtung 5 werden Stéf3e oder
Schlage auf die Glaskeramikplatte 15 gedampft und sol-
che Schaden somit zuverlassig vermieden.

[0063] Eine beispielhafte Messung, bei welcher die
Temperatur des Bodens eines auf der Glaskeramikplatte
15 stehenden Topfes mit der Sensoreinrichtung 3 be-
stimmt werden soll, ist nachfolgend kurz erlautert:
[0064] Bei der Messung erfasst die erste Sensorein-
heit 13 vom Topfboden ausgehende Warmestrahlung als
Mischstrahlung zusammen mit der Warmestrahlung,
welche von der Glaskeramikplatte 15 ausgesendet wird.
Um daraus eine Strahlungsleistung des Topfbodens er-
mitteln zu kénnen, wird der Anteil der von der Glaskera-
mikplatte 15 ausgehenden Strahlungsleistung aus der
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Mischstrahlungsleistung herausgerechnet. Um diesen
Anteil zu bestimmen, ist die andere Sensoreinheit 23 da-
zu vorgesehen, nur die Warmestrahlung der Glaskera-
mikplatte 15 zu erfassen. Dazu weist die andere Senso-
reinheit 23 eine Filtereinrichtung 53 auf, welche im We-
sentlichen nur Strahlung mit einer Wellenlange gréRer 5
pm zur Sensoreinheit 23 durchlasst. Grund dafur ist,
dass Strahlung mit einer Wellenldnge gréf3er 5 pum nicht
bzw. kaum von der Glaskeramikplatte 15 durchgelassen
wird. Die andere Sensoreinheit 23 erfasst also im We-
sentlichen die von der Glaskeramikplatte 15 ausgesen-
dete Warmestrahlung. Mit der Kenntnis des Anteils der
Warmestrahlung, welche von der Glaskeramikplatte 15
ausgesendet wird, kann in an sich bekannterweise der
Anteil der Warmestrahlung, welche vom Topfboden aus-
geht, bestimmt werden.

[0065] Fur ein gutes Messergebnis ist es wiinschens-
wert, dass ein moglichst groRer Teil der vom Topfboden
ausgehenden Warmestrahlung auf die erste Sensorein-
heit 13 gelangt und von dieser erfasst wird. Fiir Strahlung
im Wellenldngenbereich von etwa 4 pm weist die Glas-
keramikplatte 15 hier eine Transmission von ungefahr
50% auf. Somit kann in diesem Wellenlangenbereich ein
groRer Teil der vom Topfboden ausgehenden Warme-
strahlung durch die Glaskeramikplatte 15 gelangen. Eine
Erfassung in diesem Wellenlangenbereich ist daher be-
sonders glinstig. Entsprechend ist die erste Sensorein-
heit 13 mit einer Filtereinrichtung 43 ausgestattet, die fir
Strahlung in diesem Wellenldngenbereich sehr durchlas-
sig ist, wahrend die Filtereinrichtung 43 Strahlung aus
anderen Wellenldngenbereichen im Wesentlichen re-
flektiert. Die Filtereinrichtungen 43, 53 sind hier jeweils
als ein Interferenzfilter 433 ausgebildet und insbesonde-
re als ein Bandpassfilter bzw. als ein Langpassfilter aus-
gefuhrt. In anderen Ausfiihrungsformen kann eine Erfas-
sung der Strahlung im Wellenldngenbereich zwischen
3pm und 5pum und insbesondere im Bereich von 3,1um
bis 4,2,.m vorgesehen sein, wobei die jeweilige Senso-
reinheit und Filtereinrichtung dann jeweils entsprechend
ausgebildet bzw. angepasst ist.

[0066] Die Ermittlung einer Temperatur aus einer be-
stimmten Strahlungsleistung ist ein an sich bekanntes
Verfahren. Entscheidend dabei ist, dass der Emissions-
grad des Korpers bekannt ist, von welchem die Tempe-
ratur bestimmt werden soll. Im vorliegenden Fall muss
fur eine zuverldssige Temperaturbestimmung also der
Emissionsgrad des Topfbodens bekannt sein oder ermit-
telt werden. Die Sensoreinrichtung 3 hat hier den Vorteil,
dass sie zur Bestimmung des Emissionsgrades eines
Gargutbehalters 200 ausgebildet ist. Das ist besonders
vorteilhaft, da somit ein beliebiges Kochgeschirr verwen-
det werden kann und nicht etwa nur ein bestimmter Gar-
gutbehalter, dessen Emissionsgrad vorher bekannt sein
muss.

[0067] Um den Emissionsgrad des Topfbodens zu be-
stimmten, sendet die Lampe 111 ein Signal, insbeson-
dere ein Lichtsignal, aus, welches einen Anteil an War-
mestrahlung im Wellenldngenbereich des Infrarotlichts
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aufweist. Die Strahlungsleistung bzw. die Warmestrah-
lung der Lampe 111 gelangt durch die Glaskeramikplatte
15 auf den Topfboden und wird dort teilweise reflektiert
und teilweise absorbiert. Die vom Topfboden reflektierte
Strahlung gelangt durch die Glaskeramikplatte 15 zuriick
zu der Sensoreinrichtung 3, wo sie von der ersten Sen-
soreinheit 13 erfasst wird. Gleichzeitig mit der vom Topf-
boden reflektierten und von der Glaskeramikplatte 15
transmittierten Signalstrahlung gelangt auch die eigene
Warmestrahlung des Topfbodens sowie die Warme-
strahlung der Glaskeramikplatte 15 auf die erste Senso-
reinheit 13. Daher wird anschlielend die Lampe 111 aus-
geschaltet und nur die Warmestrahlung des Topfbodens
und der Glaskeramikplatte 15 erfasst. Der Anteil der re-
flektierten Signalstrahlung, aus dem der Emissionsgrad
des Topfbodens ermittelbar ist, ergibt sich dann prinzi-
piell als Differenz aus der zuvor erfassten Gesamtstrah-
lung bei eingeschalteter Lampe 111 abziiglich der War-
mestrahlung des Topfbodens und der Glaskeramikplatte
bei ausgeschalteter Lampe 111.

[0068] GemaR einer Ausfliihrungsform ist wenigstens
ein Referenzwert hinsichtlich reflektierter Strahlung und
zugehdrigem Emissionsgrad in einer mit der Sensorein-
richtung zusammenwirkenden und in den Figuren nicht
dargestellten Speichereinheit hinterlegt, wobei die Spei-
chereinheit beispielsweise an der Leiterplatte 50 ange-
ordnet sein kann. Der jeweilige tatsachliche Emissions-
grad des Topfbodens ist dann basierend auf einem Ver-
gleich der reflektierten Signalstrahlung mit dem wenigs-
tens einen Referenzwert ermittelbar.

[0069] GemaR einer weiteren Ausfiihrungsform wird
der Anteil der vom Topfboden absorbierten Signalstrah-
lung bestimmt. Dieser ergibt sich nach an sich bekannten
Verfahren aus der von der Lampe 111 ausgesendeten
Strahlungsleistung abziiglich der vom Topfboden reflek-
tierten Signalstrahlung. Die Strahlungsleistung der Lam-
pe 111 ist dabei entweder fest eingestellt und somit be-
kannt oder wird beispielsweise durch eine Messung mit
deranderen Sensoreinheit 23 bestimmt. Die andere Sen-
soreinheit 23 erfasst dabei einen Wellenlangenbereich
der Signalstrahlung, welche nahezu vollstéandig von der
Glaskeramikplatte 15 reflektiert wird. Somit kann die aus-
gesendete Strahlungsleistung in sehr gut geeigneter Na-
herung bestimmt werden, wobei unter anderem eine
Wellenlangenabhangigkeit der Strahlungsleitung bzw.
das Spektrum der Lampe 111 bertcksichtigt werden
muss. Mit Kenntnis des Anteils der vom Topfboden ab-
sorbierten Signalstrahlung kann der Absorptionsgrad
des Topfbodens in bekannter Weise bestimmt werden.
Da das Absorptionsvermdgen eines Korpers prinzipiell
dem Emissionsvermdgen eines Kdrpers entspricht, kann
aus dem Absorptionsgrad des Topfbodens der gesuchte
Emissionsgrad hergeleitet werden. Mit der Kenntnis des
Emissionsgrades und des Anteils der Warmestrahlung,
welche vom Topfboden ausgeht, kann sehr zuverlassig
die Temperatur des Topfbodens bestimmt werden.
[0070] Der Emissionsgrad wird bevorzugtin méglichst
kurzen Intervallen fortlaufend neu bestimmt. Das hatden
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Vorteil, dass eine spatere Veranderung des Emissions-
grades nicht zu einem verfalschten Messergebnis fiihrt.
Eine Verdnderung des Emissionsgrades kann beispiels-
weise dann auftreten, wenn der Kochgeschirrboden un-
terschiedliche Emissionsgrade aufweist und auf der
Kochstelle 21 verschoben wird. Unterschiedliche Emis-
sionsgrade sind sehr haufig an Kochgeschirrbéden zu
beobachten, da z. B. bereits leichte Verschmutzungen,
Korrosionen oder auch unterschiedliche Beschichtun-
gen bzw. Lackierungen einen groRen Einfluss auf den
Emissionsgrad haben kénnen.

[0071] Die Lampe 111 wird hier neben der Emissions-
gradbestimmung bzw. der Bestimmung des Reflexions-
verhaltens des Messsystems auch zur Signalisierung
des Betriebszustandes der Kocheinrichtung 1 einge-
setzt. Dabei umfasst das Signal der Lampe 111 auch
sichtbares Licht, welches durch die Glaskeramikplatte
15 wahrnehmbar ist. Beispielsweise zeigt die Lampe 111
einem Benutzer an, dass eine Automatikfunktion in Be-
trieb ist. Eine solche Automatikfunktion kann z. B. ein
Kochbetrieb sein, bei dem die Heizeinrichtung 2 in Ab-
hangigkeit der ermittelten Topftemperatur automatisch
gesteuert wird. Das ist besonders vorteilhaft, da das Auf-
leuchten der Lampe 111 den Benutzer nicht verwirrt. Der
Benutzer weil} erfahrungsgemaR, dass das Aufleuchten
eine Betriebsanzeige darstellt und zum normalen Er-
scheinungsbild der Kocheinrichtung 1 gehért. Er kann
sich also sicher sein, dass ein Aufblitzen der Lampe 111
nicht etwa eine Funktionsstérung ist und die Kochein-
richtung 1 méglicherweise nicht mehr richtig funktioniert.
Die Lampe 111 kann auch in einer bestimmten Dauer
sowie in bestimmten Abstanden aufleuchten. Méglich ist
es z. B. auch, dass Uber unterschiedliche Blinkfrequen-
zen unterschiedliche Betriebszustdnde ausgegeben
werden kénnen. Es sind auch unterschiedliche Signale
Uber unterschiedliche an/aus-Folgen mdglich. Vorteil-
hafterweise ist fir jede Kochstelle 21 bzw. jeden (mdg-
lichen) Kochbereich 31 eine Sensoreinrichtung 3 mit ei-
ner Strahlungsquelle 63 vorgesehen, welche dazu ge-
eignet ist, wenigstens einen Betriebszustand anzuzei-
gen.

[0072] Fur die notwendigen Berechnungen zur Be-
stimmung der Temperatur sowie fir die Auswertung der
erfassten GréRen kann wenigstens eine Recheneinheit
vorgesehen sein. Die Recheneinheit kann dabei wenigs-
tens teilweise auf der Leiterkarte 50 vorgesehen sein. Es
kann aber auch beispielsweise die Steuereinrichtung
106 entsprechend ausgebildet sein oder es ist wenigs-
tens eine separate Recheneinheit vorgesehen.

[0073] Die Figur 4 zeigt eine Weiterbildung, bei wel-
cher unterhalb der Glaskeramikplatte 15 ein Sicherheits-
sensor 73 befestigt ist. Der Sicherheitssensor 73 ist hier
als ein temperaturempfindlicher Widerstand ausgebildet,
wie beispielsweise ein Heillleiter, insbesondere ein NTC-
Sensor, und thermisch leitend mit der Glaskeramikplatte
15 verbunden. Der Sicherheitssensor 73 ist hier dazu
vorgesehen, um eine Temperatur des Kochbereichs 31
und insbesondere der Glaskeramikplatte 15 erfassen zu
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kénnen. Ubersteigt die Temperatur einen bestimmten
Wert, besteht die Gefahr der Uberhitzung und die Heiz-
einrichtungen 2 werden ausgeschaltet. Dazu ist der Si-
cherheitssensor 73 mit einer hier nicht dargestellten Si-
cherheitseinrichtung wirkverbunden, welche in Abhan-
gigkeit der erfassten Temperatur einen Sicherheitszu-
stand auslésen kann. Ein solcher Sicherheitszustand hat
z. B. die Abschaltung der Heizeinrichtungen 2 bzw. der
Kocheinrichtung 1 zur Folge.

[0074] Zusatzlich ist der Sicherheitssensor 73 hier als
eine weitere Sensoreinheit 33 der Sensoreinrichtung 3
zugeordnet. Dabei werden die von dem Sicherheitssen-
sor 73 erfassten Werte auch fir die Bestimmung der
Temperatur durch die Sensoreinrichtung 3 berticksich-
tigt. Insbesondere bei der Bestimmung der Temperatur
der Glaskeramikplatte 15 finden die Werte des Sicher-
heitssensors 73 Verwendung. So kann z. B. die Tempe-
ratur, welche mittels der anderen Sensoreinheit 23 tber
die erfasste Warmestrahlung bestimmt wurde, mit der
vom Sicherheitssensor 73 ermittelten Temperatur vergli-
chen werden. Dieser Abgleich kann einerseits zur Kon-
trolle der Funktion der Sensoreinrichtung 3 dienen, an-
dererseits aber auch flr eine Abstimmung bzw. Einstel-
lung der Sensoreinrichtung 3 eingesetzt werden.
[0075] In der Figur 5 ist ebenfalls eine Sensoreinrich-
tung 3 gezeigt, bei welcher ein Sicherheitssensor 73 als
eine weitere Sensoreinheit 33 der Sensoreinrichtung 3
zugeordnet ist. Im Unterschied zu der in der Figur 4 be-
schriebenen Ausgestaltung ist hier aber keine andere
Sensoreinheit 23 vorgesehen. Die Aufgabe der anderen
Sensoreinheit 23 wird hier durch den Sicherheitssensor
73 tbernommen. Der Sicherheitssensor 73 dient zur Er-
mittlung der Temperatur der Glaskeramikplatte 15. Bei-
spielsweise kann mit Kenntnis dieser Temperatur aus
der Warmestrahlung, welche die erste Sensoreinheit 13
erfasst, der Anteil eines Topfbodens bestimmt werden.
Eine solche Ausgestaltung hat den Vorteil, dass die an-
dere Sensoreinheit 23 sowie eine dazugehoérende Filte-
reinrichtung 53 eingespart werden kénnen. Die andere
Sensoreinheit 23 kann als zweite Sensoreinheit bezeich-
net werden. Die weitere Sensoreinheit 33 kann als dritte
Sensoreinheit bezeichnet werden. In der Ausgestaltung
nach Fig. 5 sind nur die erste Sensoreinheit und die dritte
Sensoreinheit vorgesehen.

[0076] Eine weitere Ausfiihrung einer Kocheinrichtung
1 ist in der Figur 6 gezeigt. Hier ist eine gemeinsame
Dichtungseinrichtung 6 fir die Induktionseinrichtung 12
und den Ferritkérper 14 der Sensoreinrichtung 3 vorge-
sehen. Die Dichtungseinrichtung 6 ist als eine Mikanit-
schicht 16 ausgebildet, welche im Erfassungsbereich 83
der Sensoreinrichtung 3 eine Ausnehmung aufweist.
[0077] Die Figur 7 zeigt eine schematisierte, magneti-
sche Abschirmeinrichtung 4, welche als ein hohler, zy-
lindrischer Ferritkdrper 14 ausgebildet ist. Eine solche
Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft, da der Ferritkor-
per 14 die zu schiitzenden Bereiche und Teile ringférmig
umschlieRt. Vorzugsweise weist die Wandung des Fer-
ritkbrpers 14 eine Starke von etwa 1 mm bis 10 mm und
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insbesondere von 2 mm bis 5 mm auf und besonders
bevorzugt von 2,5 mm bis 4 mm und insbesondere von
3 mm oder mehr auf.

[0078] In der Figur 8 ist eine optische Schirmeinrich-
tung 7 schematisch dargestellt, welche hier als ein Zy-
linder 17 ausgebildet ist. Der Zylinder weist hier drei Ra-
steinrichtungen 80 auf, die zur Verbindung mit einer Hal-
teeinrichtung 10 geeignet sind.

[0079] Eine thermische Ausgleichseinrichtung 9 ist in
der Figur 9 dargestellt. Die thermische Ausgleichsein-
richtung 9 ist als eine Kupferplatte 19 ausgeflhrt. Vor-
zugsweise weist die Kupferplatte eine Dicke von 0,5 mm
bis 4 mm oder sogar 10 mm oder mehr aufund besonders
bevorzugt von 0,8 mm bis 2 mm und insbesondere von
1 mm oder mehr. Die Kupferplatte 19 weist hier zwei
Koppeleinrichtungen 29 auf. Die Koppeleinrichtung 29
ist dazu geeignet und vorgesehen, eine Sensoreinheit
13, 23 thermisch leitend aufzunehmen. Weiterhin weist
die Kupferplatte 19 eine Reflektoreinrichtung 39 auf, wel-
che die Strahlung einer Strahlungsquelle 63 reflektieren
und insbesondere bundeln kann.

[0080] Figur 10 zeigt eine Halteeinrichtung 10, die als
Kunststoffhalter ausgefihrt ist. Die Halteeinrichtung 10
weist vorzugsweise eine Dicke zwischen 0,3 mm und 3
mm oder sogar 6 mm auf und besonders bevorzugt eine
Dicke von 1 mm oder mehr. Die Halteeinrichtung 10 um-
fasst beispielsweise drei Verbindungseinrichtungen, von
denen hier nur zwei Verbindungseinrichtungen 20 in der
Figur sichtbar sind, mittels welcher die Halteeinrichtung
10 z. B. mit einer Auflageeinrichtung 30 verbindbar ist.
Weiterhin weist die Halteeinrichtung 10 drei Aufnahme-
einrichtungen 40 auf, die hier als Stege ausgebildet sind.
Die Aufnahmeeinrichtungen 40 sind dazu geeignet, die
optische Schirmeinrichtung 7 aufzunehmen und in einem
definierten Abstand zu der magnetischen Abschirmein-
richtung 4 anzuordnen. Zur Durchfiihrung von Kontakten
sind Aufnahmedffnungen 70 vorgesehen. Die Halteein-
richtung 10 kann auch weitere, hier nicht gezeigte Auf-
nahmeeinrichtungen 40 aufweisen, welche z. B. als Ver-
tiefung, Erhebung, Steg und/oder Ringnut oder derglei-
chen ausgebildet sein kdnnen. Solche Aufnahmeeinrich-
tungen 40 sind insbesondere zur definierten Anordnung
einer magnetischen Abschirmeinrichtung 4, einer opti-
schen Schirmeinrichtung 7, einer thermischen Aus-
gleichseinrichtung 9, einer Isolierungseinrichtung 8
und/oder einer Auflageeinrichtung 30 vorgesehen.
[0081] In Figur 11 ist eine Sensoreinheit 13 zur berih-
rungslosen Erfassung von Warmestrahlung aufgefiihrt.
Die Sensoreinheit 13 ist als eine Thermosaule bzw. Ther-
mopile ausgebildet. Die Sensoreinheit 13 weist Kontakte
auf, um sie beispielsweise mit einer Leiterkarte 50 bzw.
Platine zu verbinden. In einem oberen Bereich der Sen-
soreinheit 13 befindet sich der Bereich, in welchem die
Warmestrahlung erfasst wird. Auf diesem Bereich ist hier
eine Filtereinrichtung 43 angeordnet.

[0082] Figur 12a zeigt eine als Thermosaule ausgebil-
dete Sensoreinheit 13 mit einer Filtereinrichtung 43 in
einer geschnittenen, schematischen Seitenansicht. Die
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Filtereinrichtung 43 ist hier auf dem Bereich angeordnet,
in welchen die Warmestrahlung auf die Sensoreinheit 13
trifft und erfasst wird. Die Filtereinrichtung 43 ist hier mit
einem adhasiven Verbindungsmittel 430 thermisch lei-
tend auf der Sensoreinheit 13 befestigt. Das Verbin-
dungsmittel 430 ist hier ein Klebstoff mit einer Warme-
leitfahigkeit von mindestens 1 W m-1 K-1 (W/(mK)) und
vorzugsweise von 0,5 W m™1 K-1 (W/(mK)). Méglich und
bevorzugt ist auch eine Warmeleitfahigkeit von mehr als
4 W m-1 K-1(W/(mK)). Dadurch kann Warme von der Fil-
tereinrichtung 43 zu der Sensoreinheit 43 abgeleitet wer-
den. Durch die Ableitung der Warme wird verhindert,
dass die Sensoreinheit 13 die Eigenwarme der Filterein-
richtung 43 erfasst, was zu einem verfalschten Messer-
gebnis fuhren wiirde. Beispielsweise kann die Warme
von der Filtereinrichtung 43 Uber die Sensoreinheit 13
auch zu der thermischen Ausgleichseinrichtung 9 bzw.
der Kupferplatte 19 weitergeleitet werden. Eine solche
indirekte Ableitung der Warme von der Filtereinrichtung
43 Uber die Sensoreinheit 13 zu der Kupferplatte 19 ist
auch besonders glinstig, da die Kupferplatte 19 eine ho-
he Warmekapazitat aufweist.

[0083] Der Klebstoff kann beispielsweise ein ther-
misch hartender, einkomponentiger, [6sungsmittelfreier
silbergefllter Epoxid-Leitkleber sein. Durch den Anteil
an Silber bzw. silberhaltiger Verbindungen wird eine sehr
glnstige Warmeleitfahigkeit erreicht. Méglich istauch ein
Anteil anderer Metalle bzw. Metallverbindungen mit einer
entsprechenden Warmeleitfahigkeit. Ein solcher Kleb-
stoff gewahrleistet eine thermisch leitende Verbindung,
welche auch bei den bei einer Kocheinrichtung 1 zu er-
wartenden Temperaturen dauerhaft und stabil ist.
[0084] Die Filtereinrichtung 43 ist als ein Interferenz-
filter 433 ausgebildet und weist hier vier Filterschichten
432 mit einem unterschiedlichen Brechungsindex sowie
mit dielektrischen Eigenschaften auf. Dabei sind Filter-
schichten 432 mit héheren und niedrigeren Brechungs-
indizes abwechselnd Ubereinander gestapelt und ver-
bunden. Die Filterschichten 432 sind insbesondere sehr
dinn, vorzugsweise wenige Nanometer bis 25 nm. Als
Tragerschicht fir die Filterschichten 432 ist hier eine Fil-
terbasis 431 aus einem Silizium-haltigen Material mit ei-
ner Dicke von mehr als 0,2 mm von vorgesehen. Die
Filtereinrichtung 43 ist dazu ausgebildet und geeignet,
einen Wellenlangenbereich im Infrarotspektrum zu trans-
mittieren und Strahlung auerhalb dieses Bereiches im
Wesentlichen zu reflektieren.

[0085] Figur 12b zeigt eine weitere Ausfihrung einer
Sensoreinheit 13 mit einer Filtereinrichtung 43, wobei die
Filtereinrichtung 43 hier nur teilweise auf der Sensorein-
richtung 13 verklebtist. Der Bereich, in welchem die War-
mestrahlung auf die Sensoreinheit 13 trifft und erfasst
wird, ist hier von einem erhéhten Randbereich umgeben.
Dabei wurde das Verbindungsmittel 430 nur in einem
Randbereich aufgetragen. Das hat den Vorteil, dass die
zu erfassende Warmestrahlung nicht durch das Verbin-
dungsmittel 430 treten muss, bevor sie auf die Sensor-
einheit 13 trifft.
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[0086] In der Figur 13 ist eine Sensoreinrichtung 3 in
einer Draufsicht gezeigt. Zur besseren Ubersichtlichkeit
und Unterscheidungskraft sind einige Teile bzw. Berei-
che schraffiert dargestellt. Gut zu erkennen ist, dass die
Sensoreinrichtung 3 einen konzentrischen Aufbau nach
dem Zwiebelschalenprinzip aufweist. Im Inneren befin-
det sich eine thermische Ausgleichseinrichtung 9 bzw.
eine Kupferplatte 19, an welcher zwei Sensoreinheiten
13, 23 und eine als Lampe 111 ausgebildete Strahlungs-
quelle 63 angeordnet sind. Damit keine unerwiinschte
Warmestrahlung von der Seite auf die Sensoreinheiten
13, 23 einfallt, sind die Sensoreinheiten 13, 23 von einer
optischen Schirmeinrichtung 7 bzw. einem Zylinder 17
umgeben. Der Zylinder 17 ist dabei beabstandet von der
Kupferplatte 19 angeordnet, sodass mdoglichst kein War-
metubergang zwischen Zylinder 17 und Kupferplatte 19
stattfinden kann. Der Zylinder 17 ist von einer magneti-
schen Abschirmeinrichtung 4 bzw. einem Ferritkdrper 14
umgeben angeordnet. Der Ferritkdrper 14 stellt die du-
Rerste Schicht der Sensoreinrichtung 3 dar und schirmt
diese gegen elektromagnetische Wechselwirkungen ab.
[0087] Da die Sensoreinrichtung 3 bevorzugt mog-
lichst nah unterhalb einer Tragereinrichtung 5 vorgese-
hen ist, liegt auf dem Ferritkdrper 14 eine Dichtungsein-
richtung 6 bzw. eine Mikanitschicht 16, welche einen
Warmelbergang von der Tragereinrichtung 5 auf den
Ferritkérper 14 erheblich verringert. Zwischen dem Fer-
ritkdrper 14 und dem Zylinder 17 ist eine Isolierungsein-
richtung 8 ausgebildet. Die Isolierungseinrichtung 8 ist
hier eine Luftschicht 18. Die Luftschicht 18 wirkt einem
Warmeulbergang vom Ferritkdrper 14 auf den Zylinder
17 entgegen. Die Sensoreinheiten 13, 23 im Innenbe-
reich der Sensoreinrichtung 3 sind somit sehr effektiv
gegen Stoéreinflisse, wie z. B. ein magnetisches Feld ei-
ner Induktionseinrichtung 12, Warmestrahlung von au-
Rerhalb des Erfassungsbereiches 83 sowie Erwarmung
durch Warmeleitung, geschiitzt. Eine derartig ausgestal-
tete, schalenartige Anordnung der aufgefiihrten Bauteile
erhoht die Zuverlassigkeit der mit der Sensoreinrichtung
3 durchgefiihrten Messungen erheblich.

[0088] Die Figur 14 zeigt eine Sensoreinrichtung 3 in
einer Explosionsdarstellung. Die Einzelteile sind hier
raumlich voneinander getrennt dargestellt, wodurch die
Anordnung der Einzelteile innerhalb der Sensoreinrich-
tung 3 gut erkennbar wird. Auch der konzentrische bzw.
zwiebelschalenartige Aufbau ist hier gut zu erkennen.
Neben einer verbesserten Messgenauigkeit ermdglicht
ein derartiger Aufbau auch eine besonders fertigungs-
freundliche und kostengtinstige Montage der Sensorein-
richtung 3.

[0089] Beider Montage der Sensoreinrichtung 3 kann
die Reihenfolge der Einzelteile bzw. Komponenten un-
terschiedlich ausgestaltet sein. Dabei ist es bevorzugt,
dass einige Komponenten bereits vorgefertigt sind. Bei-
spielsweise kann eine Sensoreinheit 13, 23 bereits mit
einer Filtereinrichtung 43, 53 thermisch leitend verklebt
sein. Auch die Leiterkarte 50 kann vor der Montage be-
reits teilweise mit elektronischen Bauelementen bestlckt
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sein. Bevorzugt ist z. B. die Strahlungsquelle 63 bereits
mit der Leiterkarte 50 kontaktiert.

[0090] Zum Beispiel wird als erstes die als Kunststoff-
halter ausgefiihrte Halteeinrichtung 10 auf der als Leiter-
karte 50 ausgebildeten Auflageeinrichtung 30 montiert.
Dazu weist die Halteeinrichtung 10 wenigstens eine hier
nichtdargestellte Verbindungseinrichtung 20 auf, welche
mit der Leiterkarte 50 verbunden und z. B. verrastet wer-
denkann. Eine Halteeinrichtung 10 mitdrei Verbindungs-
einrichtungen 20 ist in der Figur 10 gezeigt. Danach wird
die hier als Kupferplatte 19 vorgesehene thermische
Ausgleichseinrichtung 9 in die Halteeinrichtung 10 ein-
gelegt. Dann werden die als Thermoséaulen bzw. Ther-
mopiles ausgebildeten Sensoreinheiten 13, 23 durch
Aufnahmedéffnungen 70 in der Kupferplatte 19, der Hal-
teeinrichtung 10 und der Leiterkarte 50 durchgefiihrt. Ein
Bereich der Sensoreinheit 13, 23, im Wesentlichen der
untere Bereich der Sensoreinheit 13, 23 und insbeson-
dere der untere Gehé&useteil der Sensoreinheit 13, 23,
ist dabei thermisch leitend mit der Kupferplatte 19 ver-
bunden und liegt auf der Kupferplatte 19 auf. Anschlie-
Rend erfolgt die Verlétung der entsprechenden Kontakte
mit der Leiterkarte 50.

[0091] Die Montage der Halteeinrichtung 10, der Kup-
ferplatte 19 und der Sensoreinheiten 13, 23 kann auch
in einer beliebigen anderen Reihenfolge durchgefiihrt
werden. So wird z. B. erst die Kupferplatte 19 in die Hal-
teeinrichtung 10 eingelegt, anschlieRend die Sensorein-
heiten 13, 23 eingefiihrt und nachfolgend die Halteein-
richtung 10 mit der Leiterkarte 50 verrastet. Auch die Kon-
taktierung der Sensoreinheiten 13, 23 mit der Leiterkarte
50 kann zu einem beliebigen Zeitpunkt der Montage er-
folgen.

[0092] Die Kontaktierung der als Lampe 111 ausge-
fuhrten Strahlungsquelle 63 mit der Leiterkarte 50 kann
ebenfalls zu einem beliebigen Montagezeitpunkt erfol-
gen. Bevorzugt ist es, die Lampe 111 zuerst mit der Lei-
terkarte 50 zu kontaktieren und dann mit der oben be-
schriebenen Montagemdéglichkeit zu beginnen.

[0093] Dann folgtdie Montage der als Zylinder 17 aus-
gebildeten optischen Schirmeinrichtung 7. Der Zylinder
17 weist dazu hier drei Rasteinrichtungen 80 auf, welche
mitden drei Aufnahmeeinrichtungen 40 der Halteeinrich-
tung 10 verrastet werden. Danach wird die als Ferritkor-
per 14 ausgebildete magnetische Abschirmeinrichtung
4 an der Halteeinrichtung 10 montiert. Dazu weist die
Halteeinrichtung 10 bevorzugt eine weitere, hier nicht ge-
zeigte Aufnahmeeinrichtung 40 auf, welche als Vertie-
fung, Erhebung, Steg und/oder Ringnut oder dergleichen
ausgebildet sein kann. Dadurch ist insbesondere eine
Aufnahme des Ferritkdrpers 14 in einem definierten Ab-
stand zu der optischen Schirmeinrichtung 7, der thermi-
schen Ausgleichseinrichtung 9 und/oder einer Isolie-
rungseinrichtung 8 mdéglich. Nachfolgend wird die als Mi-
kanitschicht 16 ausgebildete Dichtungseinrichtung 6 an
der magnetischen Abschirmeinrichtung 4 befestigt. An-
dere geeignete Montagereihenfolgen fiir den Zylinder 17,
den Ferritkdrper 14 und die Dichtungseinrichtung 6 kén-
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nen vorgesehen sein.

[0094] Es konnen an verschiedenen Teilen der Sen-
soreinrichtung 3 weitere Rastverbindungen oder Steck-
verbindungen oder andere Ubliche Verbindungsvorrich-
tungen vorgesehen sein, welche ein einfaches Montieren
ermdglichen und zugleich einen zuverldssigen Zusam-
menhalt sowie eine definierte Anordnung der Teile ge-
wahrleisten.

Bezugszeichenliste

[0095]

1 Kocheinrichtung

2 Heizeinrichtung

3 Sensoreinrichtung

4 magnetische Abschirmeinrichtung
5 Tragereinrichtung

6 Dichtungseinrichtung

7 optische Schirmeinrichtung

8 Isolierungseinrichtung

9 thermische Ausgleichseinrichtung
10 Halteeinrichtung

11 Kochfeld

12 Induktionseinrichtung

13 Sensoreinheit

14 Ferritkdrper

15 Glaskeramikplatte

16 Mikanitschicht

17 Zylinder

18 Luftschicht

19 Kupferplatte

20 Verbindungseinrichtung
21 Kochstelle

23 Sensoreinheit

26 Dichtungseinrichtung
27 Boden

29 Koppeleinrichtung

30 Auflageeinrichtung
31 Kochbereich

33 Sensoreinheit

39 Reflektoreinrichtung
40 Aufnahmeeinrichtung
41 Abdeckeinrichtung
43 Filtereinrichtung

50 Leiterkarte

53 Filtereinrichtung

60 Gehause

63 Strahlungsquelle

70 Aufnahmedéffnungen
73 Sicherheitssensor

80 Rasteinrichtung

83 Erfassungsbereich

100 Gargerat

102  Dampfungseinrichtung
103  Garraum

104  Garraumtur

105 Bedieneinrichtung
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106  Steuereinrichtung
111 Lampe
112 Federeinrichtung
122 Verschraubung
200  Gargutbehalter
430  Verbindungsmittel
431  Filterbasis
432  Filterschicht
433 Interferenzfilter
Patentanspriiche
1. Kocheinrichtung (1), umfassend wenigstens ein

Kochfeld (11) mit wenigstens einer Kochstelle (21)
und mit wenigstens einer zur Beheizung wenigstens
eines Kochbereiches (31) vorgesehenen Heizein-
richtung (2) und mit wenigstens einer Sensoreinrich-
tung (3) zur Erfassung wenigstens einer einen Zu-
stand des Kochbereichs (31) charakterisierenden
physikalischen GrofR3e,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Sensoreinrichtung (3) wenigstens eine Sensor-
einheit (13) und wenigstens eine thermische Aus-
gleichseinrichtung (9) und wenigstens eine Kompo-
nente aufweist, wobei die Sensoreinheit (13) we-
nigstens teilweise von der Komponente umgeben ist
und die Komponente aus einer Gruppe von Kompo-
nenten entnommen ist, welche Gruppe magnetische
Abschirmeinrichtungen (4), optische Schirmeinrich-
tungen (7) und Isolierungseinrichtungen (8) umfasst,
und wobeidie Sensoreinheit (13) wenigstens teilwei-
se an der thermischen Ausgleichseinrichtung (9)
thermisch leitend angeordnet ist.

Kocheinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensoreinheit (13) wenigs-
tens teilweise von der optischen Schirmeinrichtung
(7) und/oder wenigstens teilweise von der magneti-
schen Abschirmeinrichtung (4) umgeben ist.

Kocheinrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die optische Schirmeinrichtung (7) wenigstens teil-
weise von der magnetischen Abschirmeinrichtung
(4) umgeben ist.

Kocheinrichtung (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Isolie-
rungseinrichtung (8) wenigstens teilweise zwischen
der optischen Schirmeinrichtung (7) und der mag-
netischen Abschirmeinrichtung (4) angeordnet ist.

Kocheinrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die thermische Ausgleichseinrichtung (9) wenigs-
tens eine Koppeleinrichtung (29) aufweist, welche
dazu geeignet und ausgebildet ist, die Sensoreinheit
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(13) mit der thermischen Ausgleichseinrichtung (9)
wenigstens teilweise thermisch leitend zu verbinden.

Kocheinrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinheit (13) zur berlGihrungslosen Erfas-
sung wenigstens eines charakteristischen Parame-
ters fir Temperaturen ausgebildet und geeignet ist.

Kocheinrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung (3) wenigstens eine Halteein-
richtung (10) aufweist,

wobei durch die Halteeinrichtung (10) wenigstens
zwei Einheiten in einer definierten Anordnung zuein-
ander aufnehmbar sind und wobei die Einheiten aus
einer Gruppe von Einheiten enthommen sind, um-
fassend die Sensoreinheit (13) und die magnetische
Abschirmeinrichtung (4) und die optische Schirmein-
richtung (7) und die Isolierungseinrichtung (8) und
eine Strahlungsquelle (63) und die thermische Aus-
gleichseinrichtung (9).

Kocheinrichtung (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
einrichtung (10) wenigstens eine Aufnahmeeinrich-
tung (40) aufweist, welche dazu geeignet und aus-
gebildet ist, die magnetische Abschirmeinrichtung
(4) in einem definierten Abstand um die optische
Schirmeinrichtung (7) herum anzuordnen.

Kocheinrichtung (1) nach einem der beiden vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteeinrichtung (10) wenigstens eine Ver-
bindungseinrichtung (20) umfasst, wobei die Verbin-
dungseinrichtung (20) zur Verbindung mit einer Auf-
lageeinrichtung (30) geeignet und ausgebildet ist.

Kocheinrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Heizeinrichtung (2) wenigstens eine Indukti-
onseinrichtung (12) umfasst und dass die magneti-
sche Abschirmeinrichtung (4) zur Abschirmung von
elektromagnetischen Wechselwirkungen und insbe-
sondere zur Abschirmung vor dem elektromagneti-
schen Feld der Induktionseinrichtung (12) ausgebil-
det und geeignet ist, wobei vorzugsweise die mag-
netische Abschirmeinrichtung (4) wenigstens teil-
weise aus einem ferrimagnetischen Material
und/oder aus einem Ferritmaterial besteht

Kocheinrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kochfeld (11) wenigstens eine Tragereinrich-
tung (5) aufweist, welche zum Positionieren wenigs-
tens eines Gargutbehalters geeignet und ausgebil-
detistund dass die Sensoreinrichtung (3) in Einbau-
lage des Kochfeldes (11) wenigstens teilweise un-
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terhalb der Tragereinrichtung (5) und benachbart zu
wenigstens einem Teil der Heizeinrichtung (2) an-
geordnet ist.

Kocheinrichtung (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Dichtungseinrichtung (6) vorgesehen ist,
wobei insbesondere wenigstens ein Teil der Dich-
tungseinrichtung (6) wenigstens teilweise zwischen
der Tragereinrichtung (5) und einem Teil der Senso-
reinrichtung (3) und/oder der magnetischen Abschir-
meinrichtung (4) angeordnet ist.

Verfahren zur Montage einer Kocheinrichtung (1)
umfassend wenigstens ein Kochfeld (11) mitwenigs-
tens einer Kochstelle (21) und mit wenigstens einer
zur Beheizung wenigstens eines Kochbereiches
(31) vorgesehenen Heizeinrichtung (2) und mit we-
nigstens einer Sensoreinrichtung (3) zur Erfassung
wenigstens einer einen Zustand des Kochbereichs
(31) charakterisierenden physikalischen GréRe,
dadurch gekennzeichnet, dass

an der Sensoreinrichtung (3) wenigstens eine Sen-
soreinheit (13) und wenigstens eine thermische Aus-
gleichseinrichtung (9) und wenigstens eine Kompo-
nente montiert werden,

derart dass die Komponente die Sensoreinheit (13)
wenigstens teilweise umgibt und die Komponente
einer Gruppe von Komponenten entnommen wird,
umfassend eine magnetische Abschirmeinrichtung
(4), eine optische Schirmeinrichtung (7) und eine Iso-
lierungseinrichtung (8)

und wobeidie Sensoreinheit (13) wenigstens teilwei-
se an der thermischen Ausgleichseinrichtung (9)
thermisch leitend angeordnet wird.

Verfahren zur Montage einer Kocheinrichtung (1)
dadurch gekennzeichnet, dass an der Sensorein-
richtung (3) wenigstens eine Halteeinrichtung (10)
montiert wird,

wobei die Halteeinrichtung (10) wenigstens zwei
Einheiten in einer definierten Anordnung zueinander
aufnimmt und wobei die Einheiten aus einer Gruppe
von Einheiten enthommen werden, umfassend die
Sensoreinheit (13), die magnetische Abschirmein-
richtung (4), die optische Schirmeinrichtung (7), die
Isolierungseinrichtung (8), eine Strahlungsquelle
(63) und die thermische Ausgleichseinrichtung (9).
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